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(57) Abstract: A sensor arrangement having a sensor
element, a housing, a contact element, and a connection
element is proposed, wherein said sensor element is
substantially disposed inside said housing and wherein said
connection element is disposed indirectly or directly between
said sensor element and said contact element, and wherein
said connection element further comprises -electrically
conductive elements, which are at least partially enclosed by
an elastic material.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Sensoranordnung mit
einem Sensorelement, einem Gehéduse, einem Kontaktierungs-
element und einem Verbindungselement vorgeschlagen, wobei
das Sensorelement im Wesentlichen innerhalb des Gehiuses
angeordnet ist und wobei das Verbindungselement mittelbar
oder unmittelbar zwischen dem Sensorelement und dem Kon-
taktierungselement angeordnet ist und wobei ferner das Ver-
bindungselement elektrisch leitfahige Elemente umfasst, wel-
che zumindest teilweise von einem elastischen Material um-
geben sind.
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Beschreibung

Titel

Sensoranordnung und Verfahren zur Herstellung einer Sensoranordnung

Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einer Sensoranordnung nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

Solche Sensoranordnungen sind allgemein bekannt. Beispielsweise ist aus der
Druckschrift DE 44 15 984 A1 ein Drucksensor mit einem Halbleiterchip bekannt,
wobei der Halbleiterchip auf einem Substrat aufgebracht ist, wobei eine Schutzhulle
die freien Oberflachen des Halbleiterchips abdeckt und wobei elektrische
Anschlusskontakte aus der Schutzhulle herausgefuhrt sind, die mit einer
piezosensitiven Schaltung verbunden sind. Nachteilig an dieser Sensoranordnung
ist, dass die Anschlusskontakte mit dem Halbleiterchip Uber Bonddrahte innerhalb
der Schutzhulle verbunden sind, so dass ein Bonddrahtbruch oder ein
Bonddrahtabgang die Sensoranordnung unbrauchbar macht. Insbesondere bei der
Verwendung von derartigen Sensoranordnungen bei extremen
Umgebungsverhaltnissen beispielsweise im Hinblick auf Erschutterungen oder
Temperaturschwankungen werden die vergleichsweise empfindlichen
Bonddrahtverbindungen stark beansprucht. Ferner ist eine beliebige Kontaktierung
der elektrischen Anschllsse des Halbleiterchips zum schutzhillenfesten
Anschlusskontakt bei einer hermetisch dichten Schutzhulle nicht moéglich, so dass
beispielsweise die Anschlusspins auf einer dem Halbleiterchip gegentberliegenden
Seite des Gehauses angeordnet sind.

Offenbarung der Erfindung
Die erfindungsgemalle Sensoranordnung und das erfindungsgemafe Verfahren zur

Herstellung einer Sensoranordnung gemalf} den nebengeordneten Ansprichen
haben gegentber dem Stand der Technik den Vorteil, dass ein Ausfall der
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Sensoranordnung aufgrund von Bonddrahtbriichen oder Bonddrahtabgangen
unterbunden wird und gleichzeitig eine erheblich bauraumkompaktere
Sensoranordnung ermoéglicht, wodurch eine deutliche Reduzierung der Fertigungs-
und Montagekosten erzielt wird. Erfindungsgemal wird zwischen dem
Sensorelement und dem Kontaktierungselement eine elektrisch leitfahige Verbindung
uber das Verbindungselement hergestellt, wobei das Verbindungselement elastisch
ausgebildet ist, so dass einerseits ein Toleranzausgleich zwischen der Lage des
Kontaktierungselements und zwischen dem Sensorelement realisiert wird und wobei
das Verbindungselement elektrisch leitfahige Elemente aufweist, welche
insbesondere wenigstens parallel zu einer Haupterstreckungsebene des
Sensorelements in das elastische Material eingebettet sind, so dass andererseits
eine elektrisch leitfahige Verbindung zwischen dem Kontaktierungselement und dem
Sensorelement hergestellt wird. Der Toleranzausgleich stellt einen elektrisch
leitfahigen Kontakt beispielsweise Uber einen vergleichsweise grolien
Temperaturbereich und auch bei vergleichsweise starken Erschutterungen der
Sensoranordnung sicher, so dass die Gefahr eines Ausfalls der Sensoranordnung
durch Unterbrechung eines Kontaktes bei extremen Umgebungsverhaltnissen in
erheblichem Malde reduziert ist. Das Kontaktierungselement umfasst bevorzugt einen
Anschlusspin, welcher zum Verbindungselement mittelbar oder unmittelbar in
Kontakt steht, wobei besonders bevorzugt das Kontaktierungselement unter
Druckbeaufschlagung, welche beispielsweise durch Schlielen des Gehauses
entsteht, direkt auf das Verbindungselement aufgedrickt wird, wodurch eine
elektrisch leitfahige Verbindung zwischen dem aufgedrickten Kontaktierungselement
und beispielsweise einem Bondpad eines senkrecht zur Haupterstreckungsebene
unter dem Kontaktierungselement liegendem Sensorelement entsteht. Somit werden
der Kontaktierungsaufwand und der benétigte Bauraum deutlich reduziert, da ein

Bondvorgang und somit auch die Bonddrahte vollstandig einsparbar sind.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den
Unteranspruchen, sowie der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnung

entnehmbar.

Gemal einer bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass das elastische
Material ein Polymer umfasst und/oder dass die elektrisch leitfahigen Elemente
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vergleichsweise kleine elektrisch leitfahige Partikel, insbesondere zylinderférmige
und/oder oder kugelformige elektrisch leitfahige Partikel, umfassen. Die elektrisch
leitfahigen Elemente sind parallel zur Haupterstreckungsebene vorzugsweise derart
voneinander beabstandet, dass das Verbindungselement in vorteilhafter Weise
parallel zur Haupterstreckungsebene einen elektrischen Isolator und lediglich
senkrecht zur Haupterstreckungsebene einen elektrischen Leiter umfasst. Der
Abstand zwischen zwei benachbarten elektrisch leitfahigen Elementen parallel zur
Haupterstreckungsebene betragt bevorzugt 20 um bis 100 um, besonders bevorzugt
40 um bis 60 pm und ganz besonders bevorzugt im Wesentlichen 50 um.

Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass das
Kontaktierungselement einen ersten Bereich aulRerhalb des Gehauses und einen
zweiten Bereich innerhalb des Gehauses aufweist, so dass in besonders vorteilhafter
Weise das Sensorelement von auf3erhalb des Gehauses elektrische kontaktierbar,

d.h. ansteuerbar bzw. auslesbar ist.

Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass zwischen
dem Kontaktierungselement und dem Verbindungselement ein weiteres
Kontaktierungselement angeordnet ist, wobei das weitere Kontaktierungselement
vorzugsweise eine Leiterplatte, Leiterbahnen und/oder ein Halbleiterelement
umfasst, wobei das weitere Kontaktierungselement und/oder das
Verbindungselement vorzugsweise weitere elektrische, elektronische,
mikromechanische und/oder elektromechanische Bauelemente aufweist. Somit ist
besonders vorteilhaft eine Implementierung der weiteren Bauelemente in das
Gehause in vergleichsweise einfacher und kostengunstiger Weise realisierbar.
Besonders bevorzugt werden passive Bauelemente, wie beispielsweise
Kondensatoren oder Widerstande, auf dem Verbindungselement oder auf dem
weiteren Kontaktierungselement angeordnet, um die EMV - Eigenschaften d.h.
insbesondere die elektromagnetische Storfestigkeit des Sensorelements zu
verbessern. Ganz besonders bevorzugt ist das weitere Kontaktierungselement als

Leadframe ausgebildet.

Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass zwischen

dem Verbindungselement und dem Kontaktierungselement und/oder zwischen dem
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weiteren Kontaktierungselement und dem Kontaktierungselement eine Kontaktfeder
angeordnet ist. In vorteilhafter Weise ermdglicht die Herstellung eines elektrisch
leitfahigen Kontaktes zwischen dem Verbindungselement und dem
Kontaktierungselement und/oder zwischen dem Verbindungselement und dem

weiteren Kontaktierungselement eine weitere Erhbhung des Toleranzausgleiches.

Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass zwischen
dem Kontaktierungselement und dem Gehause ein Dichtungs- und/oder
Isolationselement angeordnet ist, welches insbesondere ein Glas umfasst. Somit
wird in besonders vorteilhafter Weise die Verwendung eines Gehauses aus einem
elektrisch leitfahigen Material ermoglicht, da das Isolationselement das
Kontaktierungselement gegenuber dem Gehause elektrisch isoliert und somit ein
elektrischer Kurzschluss unterbunden wird. Weiterhin wird durch die Verwendung
des Dichtungselements die Realisierung eines hermetisch dichten Gehauses deutlich
vereinfacht. Vorzugsweise umfasst das Gehause ein Metallgehause, ein
Keramikgehause und/oder ein Kunststoffgehause, wobei bevorzugt das
Kunststoffgehause ein Mold- oder Premoldgehause umfasst.

Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sensorelement einen Drucksensor umfasst, wobei
vorzugsweise eine Offnung im Gehéause die Einstellung eines Messdruckes in einem
drucksensitiven Bereich des Drucksensors, insbesondere im Bereich einer Membran
in einer Kaverne des Drucksensorsubstrats, ermoglicht. In vorteilhafter Weise wird
somit die Messung eines Messdrucks durch das Sensorelement im Innern des
Gehauses ermoglicht, wobei das Sensorelement insbesondere durch eine
Kontaktierung der Kontaktierungselemente auf3erhalb des Gehauses auslesbar bzw.

ansteuerbar ist.

Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass das
Sensorelement Uber einen Sockel, insbesondere ein Glas, mit dem Gehause
verbunden ist und/oder dass das Gehause ein hermetisch dichtes Gehause umfasst.
Besonders vorteilhaft wird die Einstellung eines speziellen Gehauseinnendrucks,
insbesondere eines Vakuums, ermoglicht, so dass das Sensorelement
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beispielsweise vor Korrosion und/oder schadlichen Substanzen, wie beispielsweise

Ol, geschiitzt wird.

Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass das
Verbindungselement und/oder das weitere Kontaktierungselement im Bereich der
Offnung und/oder der Membran eine Aussparung aufweist, so dass besonders
vorteilhaft ein elektrischer Kontakt zwischen dem Verbindungselement und der
Membran und/oder zwischen dem weiteren Kontaktierungselement und der

Membran bei einer Bewegung der Membran unterbunden wird.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur
Herstellung einer Sensoranordnung, wobei in einem ersten Verfahrensschritt das
Verbindungselement auf dem Sensorelement angeordnet wird, wobei in einem
zweiten Verfahrensschritt das Kontaktierungselement, das weitere
Kontaktierungselement und/oder die Kontaktfeder auf dem Verbindungselement
angeordnet werden. Im Vergleich zum Stand der Technik wird somit die Herstellung
einer elektrisch leitfahigen Verbindung zwischen dem Sensorelement und dem
Kontaktierungselement, dem weiteren Kontaktierungselement und/oder der
Kontaktfeder in erheblicher Weise vereinfacht, da ein vergleichsweise aufwandiger
und somit kostenintensiver Bondprozess vollstandig eingespart wird. Insbesondere
wird das Sensorelement bei der Positionierung des Verbindungselements lediglich
mit seinen Bondpads elektrisch leitfahig kontaktiert, da das Sensorelement auf seiner
Oberflache auflerhalb der Bondpads vorzugsweise eine Isolationsschicht aufweist.
Die Elastizitat des Verbindungselements erhoht ferner die Fertigungstoleranzen in
erheblicher Weise, so dass weitere Kostenvorteile in der Fertigung der
Sensoranordnung erzielt werden. Vorzugsweise ist die Sensoranordnung,
insbesondere das Gehause, das Sensorelement, das Verbindungselement oder
weitere Kontaktierungselement selbstzentrierend ausgebildet, so dass die
Prozesskosten durch die Einsparung eines prazisen Positionierungsverfahrens

zusatzlich reduzierbar sind.

Gemalf einer bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass das Sensorelement in
einem dritten Verfahrensschritt in dem Gehause angeordnet wird, wobei in einem

vierten Verfahrensschritt das Verbindungselement und/oder das weitere
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Kontaktierungselement mit den weiteren elektrischen, elektronischen,
mikromechanischen und/oder elektromechanischen Bauelementen bestlckt wird.
Besonders vorteilhaft sind somit ein Schutz des Sensorelements vor Korrosion
und/oder schadlichen Substanzen und/oder eine Verbesserung der EMV-

Eigenschaften der Sensoranordnung realisierbar.

Gemal einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist vorgesehen, dass im zweiten
Verfahrensschritt auf das Kontaktierungselement, auf das weitere
Kontaktierungselement und/oder auf die Kontaktfeder ein Druck in Richtung des
Verbindungselements ausgeubt wird. Vorzugsweise wird der Druck durch das
Gehause bzw. durch einen Gehausedeckel erzeugt, so dass sowohl die
mechanische, als auch die elektrisch leitfahige mittelbare oder unmittelbare
Verbindung zwischen dem Sensorelement und dem Kontaktierungselement maximal
durch das Gehause fixiert sind und somit eine im Vergleich zum Stand der Technik

erheblich gesteigerte Belastbarkeit aufweist.

Ausflhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der

nachfolgenden Beschreibung naher erlautert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Es zeigen
Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung gemaf dem Stand
der Technik,

Figur 2 eine schematische Seitenansicht und eine schematische Aufsicht einer
Sensoranordnung gemal} einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung,
Figur 3 eine schematische Aufsicht eines Verbindungselements einer
Sensoranordnung gemal der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung,
Figur 4 eine schematische Aufsicht eines weiteren Kontaktierungselements einer
Sensoranordnung gemal der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung,
Figur 5 eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung gemal einer
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung,

Figur 6 eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung gemal einer

dritten AusfUhrungsform der vorliegenden Erfindung und
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Figur 7 eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung gemal einer

vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung.

Ausfuhrungsformen der Erfindung

In den verschiedenen Figuren sind gleiche Teile stets mit den gleichen
Bezugszeichen versehen und werden in der Beschreibung daher in der Regel auch

jeweils nur einmal benannt.

In Figur 1 ist eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung 16 gemaf
dem Stand der Technik dargestellt, wobei die Sensoranordnung 16 einen
Drucksensor 1, einen drucksensitiven Bereich 2 in einer Kaverne des Substrats des
Drucksensors 1, eine Membran 9 des Drucksensors 1, eine Leiterplatte 5, einen
Sockel 10, ein Gehause 12, einen Anschlusspin 13, ein Dichtungselement 15, eine
Offnung 11 und einen Bonddraht 14 aufweist. Durch die Offnung 11 stellt sich im
drucksensitiven Bereich 2 des Drucksensors 1 ein Messdruck ein, so dass der
Messdruck von einer Membran 9 des Drucksensors 1 messbar ist. Der Drucksensor
1 ist auf dem Sockel 10 in dem Gehause 12 angeordnet, wobei der Drucksensor 1
innerhalb des Gehauses Uber die Leiterplatte 5 und Uber den Bonddraht 14 mit dem
Anschlusspin 14 verbunden ist, welcher Uber das Dichtungselement 15 gegenuber
dem Gehause 12 isoliert ist. Der Anschlusspin 13 weist einen Bereich aulierhalb des
Gehauses 12 auf, so dass der Drucksensor 1 von aufierhalb des Gehauses 12
elektrisch kontaktierbar und somit auslesbar ist. Nachteil ist, dass zur Kontaktierung
des Anschlusspins 13 mit dem Drucksensor 1 ein Bonddraht 14 verwendet werden

MusSs.

In Figur 2 sind eine schematische Seitenansicht und eine schematische Aufsicht
einer Sensoranordnung gemaf einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden
Erfindung dargestellt, wobei die Sensoranordnung ein Sensorelement 1 ein Gehause
12, zwei Kontaktierungselemente 13 und ein Verbindungselement 14 aufweist, wobei
das Sensorelement 1 im Wesentlichen innerhalb des Gehauses 12 angeordnet ist
und wobei das Verbindungselement 14 zwischen dem Sensorelement 1 und dem
Kontaktierungselement 13 angeordnet ist und wobei ferner dass das
Verbindungselement 14 elektrisch leitfahige Elemente 34, insbesondere
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vergleichsweise kleine zylinderférmige Partikel bzw. Pins, welche vorzugsweise
einen Pitch 31 von 50 um zueinander aufweisen, umfasst, welche zumindest
teilweise von einem elastischen Material 35, insbesondere von Polymer umgeben
sind. Die Kontaktierungselemente 13 weisen einen ersten Bereich 20 auferhalb des
Gehauses 12 zur externen Ansteuerung und Auslesung des Sensorelements 1 und
einen zweiten Bereich 21 innerhalb des Gehauses 12 auf, welcher mittelbar oder
unmittelbar mit dem Verbindungselement 14 verbunden ist, so dass das
Verbindungselement 14 zwischen dem Sensorelement 1 und dem
Kontaktierungselement 13 liegt, wobei zwischen dem Verbindungselement 14 und
dem Kontaktierungselementen 13 ein weiteres Kontaktierungselement 5 angeordnet
ist, welches insbesondere eine Leiterplatte 5 und/oder ein Hybrid und weitere
Bauelemente 22, insbesondere EMV-Kondensatoren, aufweist. Zwischen einem der
beiden Kontaktierungselemente 13 und dem weiteren Kontaktierungselement 5 ist
ferner eine biegsame und elektrisch leitfahige Kontaktfeder 23 angeordnet. Die
Leiterplatte weist Vias auf, welche das Sensorelement 1 auf der einen Seite der
Leiterplatte elektrisch leitfahig mit den Kontaktierungselementen 13 und der
Kontaktfeder 23 auf der anderen Seite der Leiterplatte verbinden. Zwischen den
Kontaktierungselementen 13 und dem Gehause 12 ist jeweils ein Isolations-
und/oder Dichtungselemente 15 angeordnet, um das Gehause 12 hermetisch dicht
zu verschlielien und die Kontaktierungselemente 13 gegenuber dem Gehause 12
elektrisch zu isolieren. Das Sensorelement 1 ist auf einem Sockel 10, insbesondere
einem Glassockel, angeordnet, wobei der Sockel 10 auf einer Gehauseinnenseite
des Gehauses 12 verbunden angeordnet ist. Das Sensorelement 1 umfasst
insbesondere einen Drucksensor 1 mit einer Kaverne 2 im Substrat und einer im
Bereich der Kaverne 2 angeordneten Membran 9, wobei der Drucksensor im Bereich
der Kaverne 2 bzw. im Bereich der Membran 9 einen drucksensitiven Bereich
aufweist und wobei sich im drucksensitiven Bereich durch eine Offnung 24 im
Gehé&use und eine entsprechende Offnung im Sockel 10 ein Messdruck einstellt,
welcher von dem Drucksensor gemessen wird und Uber die Kontaktierungselemente
13 auslesbar ist. Das Verbindungselement 14 und/oder das weitere
Kontaktierungselement 5 weist im Bereich der Offnung 24 bzw. im Bereich der
Membran 9 ebenfalls eine Aussparung 24' auf, so dass ein elektrischer Kontakt
zwischen der Membran 9 und dem Verbindungselement 14 und/oder dem weiteren
Kontaktierungselement 5 insbesondere bei einer Auslenkung der Membran 9
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unterbunden wird. Das Gehause 12 umfasst insbesondere ein Metallgehause. Das
weitere Kontaktierungselement 5 weist vorzugsweise Kontaktierpads 33 auf, welche
insbesondere zum Abgleich der Sensoranordnung 1 fungieren.

In Figur 3 eine schematische Aufsicht eines Verbindungselements 14 einer
Sensoranordnung gemal der ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung
dargestellt, wobei das Verbindungselement 14 die Aussparung 24' zur Auslenkung
der Membran 9, die elektrisch leitfahigen Elemente 34 in Form vergleichsweise
kleiner zylinderformiger Pins, welche vorzugsweise einen Pitch 31 von 50 ym
zueinander aufweisen, und das elastische Material 35 aufweisen, wobei die
elektrisch leitfahigen Elemente 34 zumindest in einer Richtung parallel zur
Haupterstreckungsebene 100 des Substrats des Sensorelements 1 von dem
elastischen Material 35, welches insbesondere ein Polymer umfasst, eingebettet sind
und wobei sich die Pins besonders bevorzugt senkrecht zur
Haupterstreckungsebene 100 Uber die gesamte Dicke des elastischen Materials 35

erstrecken.

In Figur 4 ist eine schematische Aufsicht eines weiteren Kontaktierungselements 5
einer Sensoranordnung gemaf der ersten Ausflihrungsform der vorliegenden
Erfindung dargestellt, wobei das weitere Kontaktierungselement 5 die Aussparung
24', die Bauelemente 22, die Kontaktierpads 33 und Kontaktpads 32 aufweist und
wobei die Kontaktpads 32 insbesondere zur Herstellung einer elektrisch leitfahigen
Verbindung mit den Kontaktierungselementen 13 und/oder der Kontaktfeder 23
fungieren und wobei ferner die Kontaktpads 32 tUber Leitungen, Bauelemente 22
und/oder Vias einen elektrisch leitfahigen Kontakt zum Sensorelement 1 aufweisen.

In Figur 5 ist eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung gemal} einer
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei die zweite
Ausfuhrungsform identisch der ersten Ausfuhrungsform dargestellt in Figur 2 ist,
wobei das Gehause 12 ein Kunststoffgehduse umfasst und somit zwischen dem
Gehause 12 und den Kontaktierungselementen 13 kein Dichtungs- und/oder
Isolationselemente 15 angeordnet sind. Das Gehause 12 weist ferner einen Deckel
12" auf, wobei der Deckel 12' hermetisch dicht mit dem Gehause 12 verbunden ist

und wobei in den Deckel 12' ein Leadframe 13', welcher zumindest teilweise die
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Kontaktierungselemente 13 umfasst, integriert ist. Der Deckel 12" wird vorzugsweise
nach dem elektrischen Abgleich des Sensorelements 1 Uber die Kontaktierungspads
33 auf das Gehause 12 geklebt und/oder geschweil’t. Ferner ist eine Realisierung
dieser Sensoranordnung 1 gemal der zweiten Ausfuhrungsform ohne eine
Kontaktfeder 23 und/oder mit einem weiteren Kontaktierungselement 5 aus Keramik
denkbar.

In Figur 6 ist eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung gemal} einer
dritten AusfUhrungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei die dritte
Ausflhrungsform identisch der ersten Ausfuhrungsform illustriert in Figur 2 ist, wobei
das Gehause 12 ebenfalls einen Deckel 12' aufweist und wobei die
Sensoranordnung kein weiteres Kontaktierungselement 23 und keine Kontaktfeder
23 aufweist, so dass beide Kontaktierungselemente 13 einen unmittelbaren
elektrisch leitfahigen Kontakt zum Verbindungselement 14 aufweisen. Diese
Sensoranordnung ist folglich besonders bauraumkompakt. Der Abgleich des
Sensorelements 1 wird vorzugsweise vor dem Verschlielten des Gehauses 12 mit
dem Deckel 12' durchgefuhrt, wobei der Abgleich besonders bevorzugt an Pins des

Verbindungselements 14 erfolgt.

In Figur 7 ist eine schematische Seitenansicht einer Sensoranordnung gemal} einer
vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt, wobei die vierte
Ausfuhrungsform identisch der zweiten Ausfuhrungsform illustriert in Figur 5 ist,
wobei die Sensoranordnung ahnlich wie in der dritten Ausfuhrungsform dargestellt in
Figur 6 kein weiteres Kontaktierungselement 5 aufweist, wobei die Bauelemente 22

vorzugsweise in den Deckel 12" integriert werden.
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Patentanspriiche

1.

2.

3.

4.

Sensoranordnung mit einem Sensorelement (1), einem Gehause (12), einem
Kontaktierungselement (13) und einem Verbindungselement (14), wobei das
Sensorelement (1) im Wesentlichen innerhalb des Gehauses (12) angeordnet
ist und wobei das Verbindungselement (14) mittelbar oder unmittelbar
zwischen dem Sensorelement (1) und dem Kontaktierungselement (13)
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (14)
elektrisch leitfahige Elemente (34) umfasst, welche zumindest teilweise von

einem elastischen Material (35) umgeben sind.

Sensoranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastische Material (35) ein Polymer umfasst und/oder dass die elektrisch
leitfahigen Elemente (34) vergleichsweise kleine elektrisch leitfahige Partikel,
insbesondere zylinderférmige und/oder oder kugelformige elektrisch leitfahige
Partikel, umfassen.

Sensoranordnung nach einem der vorherigen Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kontaktierungselement (13) einen ersten Bereich
(20) auRerhalb des Gehauses (12) und einen zweiten Bereich (21) innerhalb
des Gehauses (12) aufweist und/oder dass das Gehause (12) einen Deckel
(12') aufweist.

Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem Kontaktierungselement (13) und dem
Verbindungselement (14) ein weiteres Kontaktierungselement (5) angeordnet
ist, wobei das weitere Kontaktierungselement (5) vorzugsweise eine
Leiterplatte, Leiterbahnen und/oder ein Halbleiterelement umfasst, wobei das
weitere Kontaktierungselement (5) und/oder das Verbindungselement (14)
vorzugsweise weitere elektrische, elektronische, mikromechanische und/oder

elektromechanische Bauelemente (22) aufweist.
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5.

Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem Verbindungselement (14) und dem
Kontaktierungselement (13) und/oder zwischen dem weiteren
Kontaktierungselement (5) und dem Kontaktierungselement (13) eine
Kontaktfeder (23) angeordnet ist.

. Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass zwischen dem Kontaktierungselement (13) und dem
Gehause (12) ein Dichtungs- und/oder Isolationselement (15) angeordnet ist,

welches insbesondere ein Glas umfasst.

Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sensorelement (1) Gber einen Sockel (10),
insbesondere ein Glas, mit dem Gehause (12) verbunden ist und/oder dass
das Gehause (12) ein hermetisch dichtes Gehause umfasst.

. Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass das Sensorelement (1) einen Drucksensor umfasst,
wobei vorzugsweise eine Offnung (24) im Gehause (12) die Einstellung eines
Messdruckes in einem drucksensitiven Bereich (2) des Drucksensors,
insbesondere im Bereich einer Membran (9) in einer Kaverne des

Drucksensorsubstrats, ermoglicht.

Sensoranordnung nach einem der vorherigen Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (14) und/oder das weitere
Kontaktierungselement (5) im Bereich der Offnung (24) und/oder der
Membran (9) eine Aussparung (24') aufweist.

10.Verfahren zur Herstellung einer Sensoranordnung nach einem der

vorhergehenden Ansprlche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten
Verfahrensschritt das Verbindungselement (14) auf dem Sensorelement (1)
angeordnet wird, wobei in einem zweiten Verfahrensschritt das
Kontaktierungselement (13), das weitere Kontaktierungselement (5) und/oder
die Kontaktfeder (23) auf dem Verbindungselement (14) angeordnet werden.
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11.Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sensorelement (1) in einem dritten Verfahrensschritt in dem Gehause (12)
angeordnet wird, wobei in einem vierten Verfahrensschritt das
5 Verbindungselement (14) und/oder das weitere Kontaktierungselement (5) mit
den weiteren elektrischen, elektronischen, mikromechanischen und/oder

elektromechanischen Bauelementen (22) besttckt wird.

12.Verfahren nach einem der Anspriche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet,
10 dass im zweiten Verfahrensschritt auf das Kontaktierungselement (13), auf
das weitere Kontaktierungselement (5) und/oder auf die Kontaktfeder (23) ein
Druck in Richtung des Verbindungselements (14) ausgelbt wird.
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